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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR THERMALLY TREATING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM THERMISCHEN BEHANDELN VON SUBSTRATEN

@\ (57) Abstract: The invention relates to a device for thermally treating substrates, wherein the substrates are maintained in contact
with or are narrowly distanced from a heating plate which is heated via a plurality of separately controllable heating elements on
the side of the heating plate facing away from the substrate. The heating plate is surrounded at least on the plane thereof by a frame
which is distanced therefrom and gas is guided in a controlled manner through a gap between the frame and at least one edge of the
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heating plate.

& (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum thermischen Behandeln von
Substraten, bei dem bzw. bei der die Substrate in Kontakt mit oder eng beabstandet zu einer Heizplatte gehalten werden, die tiber
eine Vielzahl von separat ansteuerbaren Heizelementen auf der vom Substrat abgewandten Seite der Heizplatte erwdrmt wird, wobei
die Heizplatte wenigstens in ihrer Ebene von einem hierzu beabstandeten Rahmen umgeben ist und in gesteuerter Weise Gas durch
einen Spalt zwischen dem Rahmen und wenigstens einer Kante der Heizplatte geleitet wird.

=
=



